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AMD 3D V-Cache, D2W 시대 개막 

Besi·EVG·AMAT, 차세대 본딩 생태계  

 

▲조셉 마크리 AMD 부사장이 세미콘 코리아 2023에서 기조연설을 진행하는 모습 

 

“다이 투 웨이퍼 하이브리드 본딩(Die to Wafer Hybird Bonding, D2W 본딩), 이것은 오랫동안 기술 

개발해왔으나 스케일링은 이제부터 시작이다” 

 

에릭 베인 imec 부사장이 지난 세미콘 코리아 2023에서 한 말이다. 그는 D2W 하이브리드 본딩이 



10µm 상호연결 피치(Interconnect Pitch) 이하에서 2µm 피치까지 상당히 유망할 것으로 내다봤다. 

 

반도체 스케일 다운의 역사는 ‘고집적’의 역사이다. 동일 면적에 얼마나 많은 반도체 소자를 

집적시키는지가 성패를 좌우했다. EUV 기술을 활용해 선폭의 미세화를 실현한 지금, 미세화의 

물리적 한계는 명약관화했다.  

 

이러한 가운데 소자의 RC 딜레이보다 BEOL(Back End of Line)공정에서 배선의 RC 딜레이가 성능 

저하의 원인으로 지목받으며 패키징으로 시선이 모아지고 있다. 

 

반도체 업계는 패키징에서 상호연결(Interconnection)의 최적화를 위해 오랫동안 고민하며 기술 

발전을 도모해왔다. 오늘날 칩렛, 3D 적층 등의 구조에선 I/O를 더 많이 더 짧고 효율적으로 만들기 

위한 인터커넥트 기술이 필연적으로 요구되며 관련 기술 개발이 활발한 상황이다. 

 

■ 하이브리드 본딩, AMD-TSMC發 D2W 쇼크웨이브 

 

▲AMD 라이젠7 5800X3D에 적용된 3D 칩렛 기술. 3D V-Cache는 구리 하이브리드 본딩을 통해 

D2W를 실현했다.(이미지-AMD) 

 

최근 뜨거운 시선이 모아지고 있는 하이브리드 본딩은 마이크로범프의 피치 한계에 따라 차세대 

기술로 떠올랐다. 이미 CMOS 이미지 센서에서 웨이퍼 투 웨이퍼(Wafer to Wafer, W2W) 하이브리드 



본딩이 대량 생산에 적용된 가운데 기술 성숙도가 떨어져 실제품에 적용되지 않던 D2W 기술이 AMD 

제품에서 적용됐다. 

 

AMD는 지난 2022년 4월 라이젠7 5800X3D를 출시했다. 수년간 개발한 AMD의 3D V-Cache는 구리 

하이브리드 본딩을 통해 D2W를 실현한 기술이며 이것이 적용된 첫 제품이 바로 라이젠7 

5800X3D이다. 기존 32MB L3 캐시에 64MB 캐시 다이를 쌓아 올려 총 96MB L3 캐시를 구현했다. 

 

다이와 웨이퍼 간 구리 결선을 통해 I/O 밀도를 높이고 배선 길이를 줄여 성능·전력효율 등 전반에서 

스케일 다운을 이뤘다. 

 

조셉 마크리 AMD 부사장은 3D V-Cache가 상호연결 밀도(Interconnect Density) 면에서 △2D 

칩렛에 200배 △3D 패키징에서 마이크로 범프 대비 15배 더 고집적해 있으며, 에너지 효율성은 

3배가량 더 높아진다고 설명했다. 

 

TSMC의 7나노 공정을 기반으로 3D SoIC 기술이 적용됐으며 다가올 2월에 출시될 라이젠9 

7950X3D는 TSMC 5나노 핀펫 공정에서 양산되며 128MB L3 캐시를 적층했다. AMD는 3D 

아키텍처에서 하이브리드 본딩을 통해 9µm 피치를 달성할 수 있다고 전했다. 현재 세대인 Zen3 

아키텍처에서는 TSV 피치가 17µm인 것으로 알려진 가운데 차세대 아키텍처인 Zen4에서는 이 

피치가 더 줄어들 것으로 전망된다. 

 

imec 에릭 베인 부사장은 “D2W에서 다이렉트 방식은 파티클에 의한 디펙트 위험이 크기에 콜렉티브 

방식(Collective D2W)을 통해 파티클 문제를 해결할 것”을 언급했다.  

 

다이렉트 방식은 다이 배치 중 파티클 관리에 어려움이 있는 반면 콜렉티브 방식은 검증된 기술로 

W2W 하이브리드 본딩과 동등한 다이 활성화 및 세정에 장점이 있으며, 산화물 관리와 캐리어 상에서 

재작업이 가능한 것이 이점으로 꼽힌다. 다만 캐리어 준비 및 세정 등에서 추가적인 비용이 발생할 수 

있다. 

  



▲imec 에릭 베인 부사장이 세미콘 코리아 2023서 W2W, D2W 등 3D 인터커넥트 로드맵을 발표하고 

있다. 

 

■ Besi·EVG·AMAT, 하이브리드 생태계 구축  

 

차세대 패키징 시장에서 하이브리드 본딩 솔루션을 두고 장비사들의 움직임이 분주하다. 업계는 

새로운 성장 기회를 잡고자 생태계 조성과 협력을 통한 로드맵 가속화도 마다하지 않는 모습이었다. 



 

▲세미콘 코리아 2023서 분비는 Besi 부스의 모습 

  

네덜란드의 반도체 패키징용 장비 공급사 비 세미컨덕터 인더스트리(Besi)는 어플라이드 

머티어리얼즈(AMAT)와 하이브리드 본딩 장비 개발을 위해 협업을 맺고 개발을 진행하고 있다. 

양사는 차세대 칩 간 본딩 기술에 초점을 맞춘 COE(Center of Excellence)를 설립해 Besi의 다이 

배치, 인터커넥트, 조립 솔루션과 AMAT의 식각, 평탄화, 세정 등 전공정의 전문성을 바탕으로 

하이브리드 본딩 솔루션이 개발될 것을 보인다. 

 

Besi는 △다이 어태치(Die Attach) △패키징 △플레이팅(Plating)에서 포트폴리오를 가지고 있으며 

△다이 본딩 △다중 모듈 부착 △소프트 솔더 다이 본딩 △플립 칩 등에서 장비를 개발·생산하고 있다. 

 

EV그룹(EVG)은 △반도체 △MEMS △화합물 반도체 △파워 디바이스에 필요한 장비와 공정 솔루션을 

제공하는 기업으로 나노기술을 이용한 소자 개발에 필요한 기술력을 갖추고 있다. EVG는 △D2W를 

비롯한 본딩 △리소그래피 △계측 시스템 등의 제품군을 보유하고 있으며, △하이브리드 본딩 



△Eutectic wafer bonding △Com bond 기술 등 다양한 본딩 기술을 갖추고 있다. 

  

▲세미콘 코리아 2023서 하이브리드 본딩 솔루션을 적극 과시하는 EVG 

 

EVG도 AMAT와 손을 잡고 W2W 하이브리드 본딩의 공동 개발을 진행하고 있다. 토마스 어만 EVG 

사업개발 디렉터는 “반도체 혁신에서 3D 접합 및 공학재료의 중요도는 갈수록 증가하고 있으며 이에 

따른 하이브리드 웨이퍼 본딩 수요도 매우 높다”고 말한 바 있다. 

 

빈센트 디카프리오 AMAT 첨단 패키징 사업개발 부문 매니징 디렉터는 “반도체 제조사가 이종 설계 

비중을 높이는 가운데 어플라이드는 Besi, EVG와 같은 파트너와 협업해 D2W, W2W를 포함한 

하이브리드 본딩 기술 개발과 도입에 필요한 역량을 제공하고 있다”고 밝혔다. 

#반도체 #나노 #AMD #어플라이드 머티어리얼즈 #다이 투 웨이퍼 하이브리드 본딩 #5나노 
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